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Vorwort

Jahrbuch Mikroverbindungstechnik 2015/ 2016

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auch in der neunten Ausgabe des Jahrbuchs Mikroverbin-
dungstechnik haben wir wieder fur Sie Interessantes aus
Forschung und Praxis rund um die Mikroverbindungstech-
nik zusammenstellen kdnnen. Aktuelle Ergebnisse aus
Forschungsprojekten der DVS-Forschungsvereinigung
und praxisnahe Berichte aus der Industrie mit wertvollen
Informationen zur Aufbau- und Verbindungstechnik bezlg-
lich Materialien, Prozesstechnologien und Zuverlassigkeit
mikrotechnischer Aufgabenstellungen in industriellen An- [ '
wendungsbereichen, ein Glossar zur Mikroverbindungstechnik mit Bezug auf dle
Fachbeitrage, Informationen zur Normung, Firmenportraits und ein Waren- und
Firmenverzeichnis sind Inhalt des Buchs, mit dem wir Forschungsergebnisse und
Erkenntnisse aus der Praxis der Fachwelt vermitteln méchten.

Die Darstellung des DVS als Verband, der in seinen Aktivitaten die gesamte Band-
breite der Flgetechnik abbildet — hier aber insbesondere im Bereich der Mikrover-
bindungstechnik —, rundet das Buch ab.

Wir hoffen, dass auch diese Ausgabe Zuspruch findet, und wiinschen unseren
Lesern mit diesem Jahrbuch viel Spalt und Vergnligen bei der Lektiire und neue
Erkenntnisse fir ihre berufliche Praxis. Wir danken den Autoren fiir die guten und
aufschlussreichen Texte und sind sicher, dass das Jahrbuch Mikroverbindungstech-
nik 2015 / 2016 einen Beitrag zum aktiven Transfer des aktuellen Wissens von
Experten fiir Experten darstellt.

:Dagmof Ueercbe
Dr. Ing. Dagmar Hennicke
DVS — Deutscher Verband fiir Schweif3en und verwandte Verfahren e. V.

Uber Kommentare, Anregungen und Vorschlége fiir die zukiinftigen
Ausgaben des Jahrbuchs Mikroverbindungstechnik freuen wir uns.
Schreiben Sie an: michael.weinreich@dvs-hg.de.
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Staying ahead in bonding technology DELVOTEC

Sie suchen
# einen Experten im Draht- und Laserbonden

# mit Know-How und Know-Why
in allen Bondverfahren,

& der verschiedene Technologien auf
einer Maschinenplattform vereint

& und kundenspezifische
Automationsldsungen anbietet?

Dann kontaktieren Sie unseren Vertrieb
() +49-89-62995-122
Wir freuen uns auf lhren Anruf!
Countdown to Generation 6

F & K DELVOTEC BONDTECHNIK GMBH
Daimlerstr. 5-7, 85521 Ottobrunn/Germany Thinking ahead with laser bonding

info@de.fkdelvotec.com, service@de.fkdelvotec.com

Telefon +49 89 62995 0 Smartomation for semiconductors
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Eine starke Gemeinschaft zur Vertretung lhrer I6ttechnischen Interessen in
® Normung
® Forschung
® Bildung

Die Fachgesellschaft ,Léten” wurde im Jahr 1998 als erste Fachgesellschaft im DVS
erfolgreich gegriindet und zahlt mittlerweile fast 70 Mitglieder aus Industrieunternehmen,
Instituten und Kérperschaften sowie persénliche Mitglieder.

Ein wesentliches Ziel der Fachgesellschaft ist es, die nationale, europaische und inter-
nationale Gemeinschaftsarbeit auf dem Gebiet der Léttechnik zu férdern und zu bindeln,
die I6ttechnische Normung zu finanzieren sowie Synergieeffekte zu nutzen. Den Mit-
gliedern der Fachgesellschaft ,Léten” bietet der DVS sowohl die Méglichkeit einer
offentlichkeitswirksamen Selbstdarstellung nach aufen als auch die notwendige Platt-
form, um ihre Interessen auf den Gebieten Normung, Personalqualifizierung sowie in
anderen zentralen Bereichen gegeniber den zustandigen Institutionen zu vertreten.

Deshalb lohnt es sich, Mitglied in der Fachgesellschaft ,,Léten”
zu werden:

» RegelmaBige, kompakte Informationen zu Neuigkeiten rund um die
Léttechnik durch den zweimal jahrlich erscheinenden INFO-SERVICE:

— Neue Normen
— Neue Patente
— Neue Veroffentlichungen
— Aktuelle Forschungsaktivitaten
— Termine (Sitzungen, Tagungen, Messen)
— Moglichkeit der Eigenwerbung
» Networking:
— Kontakt zu potenziellen Kunden und Lieferanten
— Kontakt zu Hochschulinstituten mit I6ttechnischen Forschungsschwerpunkten

» Mitwirkung in den Iéttechnischen Gremien des DVS im Ausschuss fir
Technik, Ausschuss flr Bildung und in der Forschungsvereinigung

» Fachlicher Austausch mit Experten:

— Seminare und Workshops — Léttechnisches Forum der Fachgesell-
schaft ,Loten”, Léttechnische Tagungen

— Direkter Kontakt zu Mitgliedern der Fachgesellschaft ,Loten”

» Umfangreiche Vergunstigungen bei Teilnahme an DVS-Veranstaltungen
und beim Bezug von Literatur Gber DVS Media

Fachgesellschaft ,,Loten*
DVS - Deutscher Verband fur Schweif3en und verwandte Verfahren e. V.
Aachener Strale 172 - D-40223 Dusseldorf

Telefon: 0211 /1591 -0
Telefax: 0211/ 1591 — 200

E-Mail: fg-loeten@dvs-hg.de

Web: www.dvs-ev.de/loeten
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